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반도체 전문 종합 전시회 SEDEX 2025

 국내 반도체 산업계 최대 행사인 반도체 대전 ‘SEDEX 2025’가 사흥간의 일정을 마치고 폐막했다. 올해 반도체 대전은 국

내 반도체 생태계를 이루는 230여 개사가 650여 부스 규모로 참여했으며 설계부터 소재·부품·장비(소부장)에 이르는 전

(全) 분야 최신 기술과 산업 동향을 한 자리에서 확인할 수 있었다.

 올해 전시회의 주제인 'Beyond Limits, Connected Innovation(한계를 넘어, 연결된 혁신)'은 AI 시대에 반도체 산업이

나아갈 두 가지 핵심 전략을 명확히 보여준다. 하나는 기존 기술의 물리적 '한계'를 돌파하는 것이며, 다른 하나는 생태계 전

체를 유기적으로 '연결'하여 혁신을 가속화하는 것이다. 특히 올해는 기술의 한계에 도전하는 메모리 반도체를 넘어 ‘설계-

제조-후공정’의 유기적인 연결, 즉 대한민국 반도체 생태계의 완성된 모습을 선보이는 데 초점이 맞춰졌다

 삼성전자는 AI 인프라 혁신을 이끄는 고대역폭 DRAM과 고성능 스토리지 등 최첨단 메모리 솔루션은 물론, 모바일·IoT·오

토모티브 등 일상 경험을 도약시킬 고성능 프로세서, 통신 칩, 이미지 센서, 그리고 고객 맞춤형 파운드리 서비스까지 총망

라한 포트폴리오를 선보였다.

 SK하이닉스는 AI 메모리 성능의 한계를 뛰어넘은 HBM4와 저전력·고성능 LPDDR6 등 세계 최고 수준의 차세대 메모리

솔루션을 공개한다.



1. SEDEX 2025 Overview

행사 : SEDEX 2025 (제 27회 반도체대전)

장소 : COEX Hall C&D1 (3F)

* KES(한국전자전) 2025 : Hall A&B (1F)

기간 : 2025년 10월 22일(수)~24(금)

규모 : 230개사 650부스

관람 : 54,119 명

주관 : 한국반도체산업협회

후원 : 삼성전자, SK하이닉스, 램리서치,

어플라이드 머티리얼즈, 시높시스, KOTRA

• 스마트폰, TV 등 반도체 수요제품부터 메모리반도체, 시스템반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서등 반도체 산업 생태계 全분야가 참여

• 전시회 참가기업 상호 간 공급/수요기업이 되는 산업 생태계형 전시회로 전시기간동안 홍보·비즈니스의장으로 활용가능

• 캐나다, 영국, 인도, 미국, 일본 등 10개국 해외 기업의 참가로 글로벌 비즈니스 기회 제공

• 동일기간 같은 장소에서 한국전자展(KES)과 더불어 개최되는 ICT 전시회로 관련 다양한 기술 정보확보 및 홍보효과 기대



2. SEDEX 2025 Review

 개막일인 22일(수)에 ▲삼성전자 송재혁 CTO가 ‘시너지를 통한 반도체 혁신’을, ▲중앙대학교 성윤모 석좌교수(前 산업통상자원부 장관)가

‘반도체산업 패권경쟁 동향 및 정책제언’을, 그리고 ▲앰코테크놀로지코리아 이진안 대표가 ‘반도체 생태계에서의 첨단 패키징 리더십’을 주

제로 AI 시대 반도체 산업의 청사진을 제시했다.

 삼성전자 반도체(DS) 최고기술책임자(CTO) 송재혁 사장은 은 기조연설에서 “과거와는 다르게 현재는 공통 기술 플랫폼을 기반으로 한 ‘통

합형 팀 운영’이 가능해졌다”며, 이를 통해 내부 기술 간 시너지와 효율성을 극대화하고 있음을 강조했다.

 이진안 앰코테크놀로지코리아 대표는 기조연설에서 패키징의 본질적 가치로 “칩 간 거리를 최소화해 신호 지연을 줄이고, 데이터 전송 속도

를 극대화할 수 있는 기술력”을 꼽았다.

 중앙대학교 성윤모 석좌교수는 “글로벌 반도체 공급망은 기술 중심에서 전략 자산 중심의 경쟁 구도로 전환되고 있으며, 첨단 패키징은 그

중심에 있다”고 분석했다. 그는 미국과 유럽의 반도체 산업 정책을 언급하며, 한국이 경쟁력을 유지하기 위해서는 AI 반도체·첨단 패키징·소

부장 연계 생태계 강화가 필요하다고 강조했다.

SEDEX Keynote



 국내 반도체 기업과 소부장 기업들이 이번 반도체대전에서 한층 높아진 기술력을 선보였다. ▲ 엑시콘, 와이씨, 셈씨엔에스은 AI 확산에 따

라 차세대 메모리로 주목받는 컴퓨트 익스프레스 링크(CXL) 칩셋의 검사 장비를 선보였다. ▲ 신성이엔지는 습도 감지 센서와 자동 제어 시

스템으로 팹 내 공기 중 수분을 제거하고 일정한 습도를 유지하는 제습 기능을 더한 차세대 장비로 업계의 관심을 모았다. ▲ 국내 대표 장비

기업인 주성엔지니어링과 원익IPS, 케이씨텍도 참가하여 차세대 반도체 미세공정 기술력을 선보였다. ▲ QRT는 고신뢰성 반도체 평가 솔

루션을 중심으로 우주·국방용 칩의 SEE(단일사건오류) 분석 장비와 RF HTOL 분석 시스템을 전시하며 시험·평가 장비 시장에서의 차별화

된 역량을 강조했다. ▲ 한미반도체는 HBM4(6세대 HBM) 생산용 신규 장비인 'TC 본더 4'를 비롯해 인공지능(AI) 로직 반도체에 사용되는

'2.5D 빅다이 TC 본더'와 '빅다이 FC 본더' 등도 국내 전시회에서 처음으로 소개했다.



 ▲ 동진쎄미켐은 하이브리드 본딩(HCB)용 화학기계적 연마(CMP) 슬러리(Slurry) 기술을 선보였다. ▲ 미코, 코미코, 미코세라믹스는

HBM 공정용 TSV TC Bonder에 적용되는 세라믹 ‘펄스 히터’를 소개했다. ▲ 켐트로닉스는 노광 공정에 사용되는 고순도 PGMEA 소재

및 친환경 공정 화학소재 기술을 공개하며, 소재–가공–패키징을 아우르는 통합 포트폴리오를 소개했다. ▲ 에이직랜드는 맞춤형

SoC/ASIC 설계 자동화 플랫폼 3종을 발표하며, 스타트업 및 팹리스 대상 클라우드 기반 설계지원 서비스로 설계 생산성 혁신을 제시했

다.▲ 세미파이브는 이번 전시회에서 데이터센터부터 스마트 글래스까지 AI 응용 분야 전체를 아우르는 설계 포트폴리오를 선보이며 리벨리

온, 퓨리오사AI, 하이퍼엑셀, 모빌린트 등 국내 AI 팹리스와 협업한 성과를 중심으로, 엑시나, 한화비전넥스트, 에티포스, 사피엔반도체 등

디바이스 제조사(OEM)와 함께 구축한 설계 포트폴리오도 공개했다.



 이번 전시회에서는 전년 대비 지방자치단체의 참여가 한층 활발해졌다. ▲ 충청북도, ▲ 강원특별자치도, ▲ 인천광역시, ▲ 대전광역시, ▲

용인특례시, ▲ 안성시, ▲ 이천시, ▲ 구미시, 등이 참가하여 반도체 및 IT 산업 관련 정책과 투자 유치 활동을 적극적으로 전개했다. 주요

공통점으로는 관내 기업과의 공동관 운영, 투자 인프라·세제 혜택 홍보, 특화 산업단지 및 클러스터 소개, 인재 양성 및 테스트베드 구축 전

략 홍보 등이 있었다. 각 지역은 자치단체의 강점을 부각하며 투자 매력 제고와 네트워크 형성, 판로 개척 지원에 힘썼고, 이를 통해 지역 산

업 발전과 반도체 생태계 활성화를 도모했다.



3. Floor Plan : 650 booths



4. Exhibitor List : 230 companies



5. SEDEX 부대행사



6. SEDEX 언론기사

[출처] 2025 SEDEX 세덱스 후기 : 네이버 블로그
[출처] [후기] 반도체대전 SEDEX 2025에 다녀오다|작성자 Jay
[출처] SEDEX 2025 방문 후기|작성자 현서

실생활에서 쓰이는 반도체와 기술을 파악할 수 있습
니다.

아쉬운 건 램리서치가 참여하지 못했다는 점이지만,
삼성전자와 sk하이닉스가 있다는 점에 안도하면서

참여했습니다

저는 반도체 소자를 공부하다보니
반도체 미세화에 따른 트랜지스터 구조의 변화가

굉장히 인상깊더라고요.

교재에서만 보던 것을
실제로 구현해 놓으니

학생으로서 최고의 교보재라 할 수 있죠.

SEDEX는 국내외 반도체 기업들이 최신 기술과
제품을 전시하는 국내 최대 규모의 반도체 박람
회로, 소자부터 장비, 소재, 설계까지 반도체 산
업 전반을 한눈에 볼 수 있는 자리입니다! 매년
가을 열리는 행사라 반도체 전공자나 업계 종사
자라면 꼭 한 번은 가볼 만한 행사라고 생각합

니다.



7. SEDEX 2026 참가신청

행사 : SEDEX 2026 (제 28회 반도체대전)

기간 : 2026년 10월 14일(수) ~16일(금), 3일간

장소 : 서울 삼성동 COEX Hall C&D (3F)

주관 : 한국반도체산업협회

참가사 : 메모리반도체, 시스템반도체, 소재부품장비 기업, 설비 센서 등

반도체 관련기업

개최 개요

참가신청

조기신청 할인

- 1차 : ~2025. 12. 31 15% discount

- 2차 : ~2026. 4. 30 10% discount

- 3차 : ~2026. 6. 30 5% discount

* 3년(2024년~2026년) 연속 참가기업 추가할인 5%

* 부스 소진 시 조기 마감



8. SEDEX Photo Gallery




